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(S) Verfahren zur Herstellung einer Baugruppe 

® Zur Herstellung einer kompakten Baugruppe werden 
auf einer ein- oder zweiseitig kupferbeschichteten Leiter- 
platte (1) Bauteile (2, 3, 4, 5) einseitig in SMD-Technik auf- 
gebracht und kontaktiert. An einer vorgegebenen Soil- 
bruchstelie (8) wird die Leiterplatte (1) in zwei Einzelplat- 
ten (6, 7, 15 f 16, 21, 22) getrennt. Die unbestuckten Fla- 
ch on dar Einzalplattan (6, 7, 15, 16, 21, 22) wardsn aufain- 
andergelegt und im Randbereich (10) uber Steckelemente 
(12, 13) elektrisch und mechanisch verbunden. 
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Beschreibung 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung einer kompakten Baugruppe mittels SMD-Technik. 

Bei mit Leiterplatten bestuckten Geraten, z.B. Fern- 
sprechgeraten, wird aus Kostengriinden auf eine teure und 
aufwendige beidseitige Bestiickung der Leiterplatte in 
SMD-Technik (oberflachenmontierte Bauteile) verzichtet, 
da hierzu zwei getrcnnte Bcstiick- und Lotvorgange crfor- 
derlich sind. Dadurch ergibt sich einmal eine verlangerte 
Herstellzeit fur die elektronische Baugruppe, zum anderen 
erfordert eine deraruge Fertigung einen hoheren Aufwand 
an Handhabung und Logistik. Weiterhin wachst bei dieser 
Fertigung die Fehlerquote, woraus wiederum eine niedri- 
gere ProzeBqualitat resultiert. 

Bbenfalls aus Kostengriinden wird auf eine Leiterplatte 
mit mehreren Kupferschichtebenen fur Leiterbahnen ver- 
zichtet, da die Hcrstellkosten fiir cine solchc Leiterplatte urn 
ein Vieif aches hoher liegen als bei einer einseitig bestuckten 
Leiterplatte. 

Die Vorteile einer zweiseitigen Bestiickung einer Leiter- 
platte sowie die einer mehrlagigen Leiterplatte sind jedoch 
beachtlich, da sie die Moglichkeit bieten, die gleiche elek- 
tronische Schaitung auf einer wesentlich kleineren Bau- 
gruppe untcrzubringen. 

Durch die vorliegende Erfindung soli nun ein Verfahren 
aufgezeigt werden, eine kompakte Baugruppe kostengiinstig 
zu fertigen. 

Dies wird dadurch erreicht, daB auf eine einseitig oder 
zweiseitig mit einem elektrisch leitfahigen Material be- 
schichtete Leiterplatte einseitig Bauteile aufgebracht und 
kontaktiert werden, daB die Leiterplatte an einer vorgegebe- 
nen Soilbruchstelle in zwei Einzelplatten getrennt wird, de- 
ren unbestuckte Fiachcn einander zugewandt zusammengc- 
fiigt und uber im Randbereich der Einzelplatten aufge- 
brachte Steckelemente elektrisch und mechanisch verbun- 
den werden. 

Mittels dieses Verfahrens lassen sich bei Verwendung von 
dunnen Leiterplatten kompakte Baugruppen herstellen, die 
bei dem heutigen Trend zur Verkleinerung von Geraten von 
cntscheidendcr Bedcutung zur Realisicrung von Designcr- 
entwurfen sein konnen. Somit laBt sich auf kostengunstige 
Weise die Leiterplatte einseitig bestiicken und nach ihrer 
Fertigstellung durch Trennen an der Soilbruchstelle, Anein- 
anderfugen ihrer nicht bestuckten Flachen und Aufbringen 
der Steckelemente zu einer nur die halbe Leiterplattenlange 
aufweisenden Baugruppe gestalten. Hierbei besteht die 
Moglichkeit, die Leiterplatten und somit auch die Einzel- 
platten einseitig oder beidseitig mit einem elektrisch leitfa- 
higen Material, z. B. Kupfer zu beschichten. Bei beidseiti- 
ger Beschichtung erhalt man je nach Art der nicht bestuck- 
ten beschichteten Rachen der Einzelplatten eine dreilagige 
Baugruppe, wenn die unbestuckte Flache mit einem elek- 
trisch leitenden Kleber oder mit einer leitfahigen Paste ver- 
sehen wird. Fiir den Fall, daB die unbestuckten Rachen der 
Einzelplatten mit einer Isolierschicht bedruckt werden, kann 
sogar eine vierlagige Baugruppe realisiert werden. 

GemaB einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kon- 
nen zur Kontaktierung der Einzelplatten Leiterbahnen je- 
weils in eine stufenformig abgesetzte Ausnehmung im 
Randbereich der Einzelplatten gefuhrt sein. Dabei konnen 
die Steckelemente der jeweiligen Breite der Ausnehmung 
angepaBt werden, so daB eine sichere mechanische Verbin- 
dung der Einzelplatten sowie eine Sicherung der Steckele- 
mente gegen seitliches Verschieben erreicht wird. 

Die Erfindung soli im folgenden anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen naher erlautert werden. 
Es zeigt 



Fig, 1 eine perspektivische Ansicht einer einseitig be- 
stuckten Leiterplatte, 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der zusammengefug- 
ten und kontaktierten Leiterplattenabschnitte nach Fig. 1, 
5 Fig. 3 die Kontaktierung von zwei einseitig beschichteten 
und bestuckten Einzelplatten in einer Seitenansicht, 

Fig. 4 die Kontaktierung von zwei zweiseitig beschichte- 
ten Einzelplatten in einer Seitenansicht. 

Bei der in Fig. 1 dargestclltcn dunnwandigen ein- oder 
to zweiseitig kupferbeschichteten Leiterplatte 1 werden die 
Bauteile 2, 3, 4 und 5 mittels SMD-Technik aufgebracht und 
anschlieBend verlotet. Dabei besteht die Leiterplatte 1 aus 
den Einzelplatten 6 und 7, die nach ihrer Bestiickung und 
dem Lotvorgang an den Sollbruchstellen 8 voneinander ge- 
ts trennt werden. Die Leiterbahnen 9 sind jeweils in stufenfor- 
mig abgesetzten Ausnehmungen 10 des Randbereiches 11 

gefuhrt. i 

Nach dem Trennen der Einzelplatten 6 und 7 werden 
diese so einander zugeordnet, daB ihre unbestuckten Rachen 
20 einander zugewandt sind. 

Die in Fig. 2 dargestellte elektrische und mechanische 
Verbindung der beiden Einzelplatten 6 und 7 erf olgt uber die 
beiden Steckelemente 12 und 13. Diese Steckelemente um- 
fassen einmal mit ihren der Anzahl der Leiterbahnen ent- 
25 sprechenden Anzahl von Kontaktelementen 14 die Leiter- 
platten auf einem Teil ihres Randbereiches 11, zum anderen 
sind sie bezuglich ihrer Breite so bemessen, daB sie inner- 
halb der Ausnehmung 10 an den Einzelplatten 6 und 7 zur 
Anlage gelangen. Dadurch wird in einfacher Weise ein seit- 
30 liches Verschieben der Steckelemente 12 und 13 verhindert, 
wobei weiterhin eine sichere Lagefixierung der Einzelplat- 
ten 6 und 7 erreicht wird. 

In Fig. 3 sind zwei einseitig kupferbeschichtete Einzel- 
platten 15 und 16 dargestellt, die mittels des Steckelementes 
35 13 elektrisch und mechanisch verbunden sind. Hierbei ist 
mit 17 bzw. 18 jeweils eine Kupferschicht und mit 19 bzw. 
20 das Basismaterial der Einzelplatten 15 und 16 bezeich- 
net. 

Bei dem in Fig. 4 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel wer- 
40 den zwei zweiseitig beschichtete Einzelplatten 21 und 22 an 
ihren unbestuckten Sciten zusammengefuhrt und mittels des 
Steckelementes 13 mechanisch und elektrisch verbunden. 
Bei der Einzelplatte 21 sind zu beiden Seiten des Basismate- 
rials 23 die Kupferschichten 24 und 25 aufgebracht, wah- 
45 rend bei der Einzelplatte 22 zu beiden Seiten des Basismate- 
rials 26 die Kupferschichten 27 und 28 vorgesehen sind. 

Beim Zusammenfugen der beiden beidseitig beschichte- 
ten Einzelplatten 21 und 22 erhalt man je nach Art der Be- 
schichtung der Einzelplatten eine dreilagige Baugruppe, 
50 wenn die Ruckscite mit einer elektrisch leitfahigen Paste 
oder einem leitfahigen Kleber bedruckt ist. Es ergibt sich 
dann eine vierlagige Baugruppe, wenn die Ruckseite mit ei- 
nem Isolierlack bedruckt ist. Diese Schicht, die je nach An- 
wendungsfall aufgedruckt werden kann, ist mit 29 bezeich- 
55 net. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung einer kompakten Bau- 
gruppe mittels SMD-Technik, dadurch gekennzeich- 
net, daB auf eine einseitig (17, 18) oder zweiseitig (24, 
25, 27, 28) mit einem elektrisch leitfahigen Material 
beschichtete Leiterplatte (1) einseitig Bauteile (2, 3, 4, 
5) aufgebracht und kontaktiert werden, daB die Leiter- 
platte (1) an einer vorgegebenen Soilbruchstelle (8) in 
zwei Einzelplatten (6, 7, 15, 16, 21, 22) getrennt wird, 
deren unbestuckte Flachen einander zugewandt zusam- 
mengefugt und uber im Randbereich der Einzelplatten 
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(6, 7, 15, 16, 21, 22) aufgebrachte Steckelemente (12, 
13) eleklrisch und mechanisch verbunden werden. 

2. Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafi zur Kontak- 
tierung der EinzeLplatten (6, 7, 15, 16, 21, 22) Leiter- 5 
bahnen (9) jeweils in eine stufenformig abgesetzte 
Ausnehmung (10) im Randbereich (11) der Einzelplat- 
ten (6, 7, 15, 16, 21, 22) gefuhrt sind. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Steckelemente (12, 13) der Breite der Aus- 10 
nehmung (10) angepafit sind. 
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Abstract of DE1 981 6445 

A method of manufacturing a compact module 
by means of surface-mount-device (SMD) 
technology, in which component (2-5) are 
applied and contacted unilaterally on a circuit 
board (1 ) coated on one side, or on both sides 
with an electrically conductive material. The 
circuit board (1 ) is separated along a nominal 
fracture line (8) into discrete boards 
(6,7,15,16,21,22) whose non-equipped 
surfaces join together facing one another, and 
the applied electrical pluggable elements 
(12,13) are electrically and mechanically joined 
in the edge zone of the discrete boards. 
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